乐山高新区招商引资项目表

LG05                                                 单位：万元人民币

	项目名称
	年产24万片12英寸集成电路用单晶硅片项目
	建设地点
	乐山高新区

	建设内容
	厂房 设备
	合作方式
	独资 合资

	市场简
要分析
	当前集成电路用的硅片更大直径是发展方向，市场需求主流直径为12英寸。近5年，12英寸硅片的年平均增长速率为60－70％，已成为全球硅片市场中最有活力的部分。集成电路产业用硅片向大直径发展的趋势为大直径单晶硅提供了宽阔的市场。

	总投资

及构成
	总投资
	17000
	建设投资
	15000
	铺底流动资金
	2000

	经济效益
预  测
	年经营
收  入
	12240
	年经营利润
	3671

	
	投  资
利润率
	30%
	投资回收期
	

	项目建设
条  件
	交  通
	    具有航空、铁路、公路、水路立体的交通体系，距机场1小时车程，距3个火车站均在25公里之内，距成乐、乐宜高速公路3公里，距500吨大件码头3公里。

	
	通  讯
	中国电信、移动、联通、网通等已全面覆盖高新区。

	
	用  水
	区内有自来水厂，日供水能力达到6万吨。

	
	用  电
	   区内有220KV变电站一座、110KV变电站二座，实行双回路供电，日供电能力15万千瓦。

	
	用  气
	区内有天然气减压站一座，实行双气源供气，日供气能力30万m3。

	备  注
	1、后附简要文字式项目可行性报告。

2、能向投资者提供详细的预可研可行性报告。

	联系人电话
	绕强  13658185508


